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EVなどに用いられる基幹部品へ、高品質な溶接やスパッタレス溶接を実現する波長500nm
帯の新たなレーザー溶接装置および溶接技術をお客様に提案することです。

基幹部品の接合材料（主に金・銅）に対して、500nm帯の波長が有効なことが実証されて
います。本製品試作及び技術開発は、昨年度の要素技術確認より高出力化技術開発を進め、
新たなレーザ溶接機の製品試作を進めました。
一方、従来との溶接比較を行うため、波長1μm帯のファイバーレーザ製品を用いた溶接
を行い、従来型のレーザ溶接機の改善も行うことができました。

① ファイバーレーザー光源に用いられている部品・技術の取り込み（製品コスト削減）
② 500nm帯の波長によるスパッタレス溶接
③ シングルモード・ファイバーレーザ溶接機によるレーザ溶接品質の向上

① 波長500nm帯のレーザー溶接装置および技術の用途は、リレーやコイル、モータ（EV、
家電、産業用ロボット）、電子部品、医療機器などの部品溶接（生産ライン）や溶接を基
にした生産設備（組込）などです。
② シングルモード・ファイバーレーザ溶接機によるビームスイング式レーザ溶接技術は
主に板金（特にアルミ材に有効）溶接への用途が期待できます。
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波長500nm帯のレーザ光による溶接技術
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溶け込み深さ サイラス技術課　黒澤

＜使用機種＞ FWL1000SH　スイング式ハンドトーチ

＜条件＞ トーチ速度2種（5mm/sec、10mm/sec）
サンプルワーク　SUS　5.0t
パワー　100%（1000w）、スイング周波数100Hz
スイング幅　0mm、1.0mm、2.0mm、3.0mm

幅： 3.5mm 幅： 3.5mm 幅： 4.0mm 幅： 4.2mm
深さ： 3.0mm 深さ： 2.8mm 深さ： 1.9mm 深さ： 1.5mm

幅： 2.4mm 幅： 3.1mm 幅： 3.4mm 幅： 3.6mm
深さ： 2.5mm 深さ： 2.2mm 深さ： 1.9mm 深さ： 1.6mm
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材料：ステンレス
幅：約3.5mm

深：約1.6mm


